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[57]申請專利範圍
1.　一種金屬構造的形成方法，其步驟包括：提供一金屬基板；使用一蝕刻液對該金屬基板
進行蝕刻；以及在蝕刻的過程中，在該蝕刻槽內提供振盪功率在 51~100W之一震盪源在
該蝕刻液中製造一震盪波。

2.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中該金屬基板的材料為一高延展性、
高導熱性、與導電性之延展金屬。

3.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中該蝕刻液係為氯化銅蝕刻液。
4.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中該蝕刻液係為氯化鐵蝕刻液。
5.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中該蝕刻液係為鹼性氨系蝕刻液。
6.　如申請專利範圍第 4項之金屬構造的形成方法，其中更包括一步驟：當該蝕刻液 pH值
上升時，添加過氧化氫和鹽酸，以維持該蝕刻液濃度。

7.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中更包括一步驟：維持該蝕刻液的溫
度係在 25~45℃內。

8.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中該震盪源頻率介於 23k~40kHz之
間。

9.　如申請專利範圍第 1項之金屬構造的形成方法，其中更包括一 步驟：在震盪流輔助濕蝕
刻加工完成後，靜置回蝕使加工表面平滑化。

10.   一種金屬構造的形成裝置，其包括：一蝕刻槽，用以容納一蝕刻液；一樣品挾持器，用
以挾持該金屬構造，使其可以浸在該蝕刻液中；以及一震盪產生器，位於該蝕刻槽內，

其振盪功率在 51~100W，用以在該蝕刻液中產生一震盪波。
11.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該金屬構造的材料為一高延展性、

高導熱性、與導電性之延展金屬。

12.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該蝕刻液係為氯化銅蝕刻液。
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13.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該蝕刻液係為氯化鐵蝕刻液。
14.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該蝕刻液係為鹼性氨系蝕刻液。
15.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中進一步包括一酸鹼檢測儀，以檢測

該蝕刻液的酸鹼濃度(pH值)，藉由監控 pH值，保持該蝕刻液穩定的化學性質。
16.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該蝕刻槽進一步置於一恆溫水浴槽

內，以維持該蝕刻液溫度的的恆定。

17.   如申請專利範圍第 16項之金屬構造的形成裝置，其中該恆溫水浴槽的溫度控制在
25~45℃內。

18.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該震盪產生器位於該蝕刻槽外。
19.   如申請專利範圍第 18項之金屬構造的形成裝置，其中該震盪產生器震盪頻率介於

23k~40kHz之間。
20.   如申請專利範圍第 10項之金屬構造的形成裝置，其中該震盪產生器震盪頻率介於

23k~40kHz之間。
圖式簡單說明

第一圖：為本案震盪流輔助濕蝕刻的金屬構造形成裝置之第一較佳實施例圖；第二圖：

為不同蝕刻液震盪功率下之蝕刻率變化情況；第三圖：為蝕刻液震盪功率變化情況下，不同

蝕刻加工時間之蝕刻效果圖；第四圖(A)：為在一般蝕刻加工狀態下，Alpha-Ster 500表面輪
廓測定儀實際測量結果與實體 SEM(掃瞄式電子顯微鏡)比對圖；第四圖(B)：為在震盪流輔助
濕蝕刻加工狀態下，Alpha-Ster 500表面輪廓測定儀實際測量結果與實體 SEM(掃瞄式電子顯
微鏡)比對圖；第五圖(A)：為震盪流輔助濕蝕刻完工表面圖；第五圖(B)：為震盪流輔助濕蝕
刻完工後靜置回蝕表面圖；以及第六圖：為利用本案之震盪流輔助濕蝕刻之金屬構造形成方

法與裝置，所製做出的一夾擊流微流體晶片所用之熱壓金屬微模具圖。

(2)

- 1224 -



(3)

- 1225 -



(4)

- 1226 -



(5)

- 1227 -



(6)

- 1228 -



(7)

- 1229 -



- 1230 -


